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Abstract (en)
[origin: US2017058383A1] The invention relates to a substantially rhenium-free nickel base alloy showing a high creep resistance and relatively low
density which comprises in % by weight: aluminum from 3.0 to 7.7, cobalt from 0 to 16.8, chromium from 3 to 11.8, molybendum from 3.1 to 11.3,
tantalum from 0 to 3.9. In addition to nickel and unavoidable impurities this alloy may further comprise one or more of titanium, tungsten, carbon,
phosphorus, copper, zirconium, silicon, hafnium, yttrium, niobium, and germanium.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine rheniumfreie Nickelbasislegierung mit hoher Kriechfestigkeit und relativ niedriger Dichte, die folgende chemische
Zusammensetzung aufweist: Aluminium von 4,1 bis 7,7 Gew.-%, Kobalt von 0 bis 16,8 Gew.-%, Chrom von 6 bis 11,8 Gew.-%, Molybdän von 3,6
bis 11,3 Gew.-%, Tantal von 0 bis 3,9 Gew.-%, Titan von 0 bis 3,6 Gew.-%, Wolfram von 0 bis 11,3 Gew.-%, Kohlenstoff von 0 bis 0,05 Gew.-%,
Phosphor von 0 bis 0,015 Gew.-%, Kupfer von 0 bis 0,05 Gew.-%, Zirkonium von 0 bis 0,015 Gew.-%, Silizium von 0 bis 0,01 Gew.-%, Schwefel
von 0 bis 0,001 Gew.-%, Eisen von 0 bis 0,15 Gew.-%, Mangan von 0 bis 0,05 Gew.-%, Bor von 0 bis 0,003 Gew.-%, Hafnium von 0 bis 0,15 Gew.-
%, Yttrium von 0 bis 0,002 Gew.-%, sowie Rest Nickel und unvermeidbare Verunreinigungen.
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